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Abstract (en)
The electrical resistor in chip form is intended to be soldered in particular onto a printed circuit board or onto a hybrid circuit substrate. It comprises
an insulating electrical substrate (1) of the ceramic type, onto which is tied a metal or resistive alloy sheet (3) by an adhesive layer of organic resin
(2). <??>The resin layer (6) leaves free, in the vicinity of two opposite edges of the substrate (1), two end portions (5) of the stamped resistive sheet
(3). These two portions (5) of the resistive sheet are each covered by a thin layer (8) of a metal or alloy adhering to the resistive sheet (3), this layer
(8) being covered by a second thicker layer (9) of metal or conducting alloy, and this second layer (9) being covered with a third, likewise thicker,
layer (14) of a solderable alloy, these three stacked layers (8, 9, 14) also extending over the two opposing lateral faces of the substrate (1) and
partially over that face (13) of the substrate opposite the stamped resistive sheet (3). <??>Use in particular in printed or hybrid circuits. <IMAGE>

Abstract (fr)
La résistance électrique sous forme de puce est destinée à être soudée notamment sur une carte de circuit imprimé ou sur un substrat de circuit
hybride. Elle comprend un substrat électriquement isolant (1) du type céramique, sur lequel est liée par une couche adhésive de résine organique
(2) une feuille (3) de métal ou alliage résistif. La couche de résine (6) laisse libre au voisinage de deux bords opposés du substrat (1), deux parties
(5), d'extrémité de la feuille résistive découpée (3). Ces deux parties (5) de la feuille résistive sont chacune recouverte par une couche mince (8)
d'un métal ou alliage adhérant à la feuille résistive (3), cette couche (8) étant recouverte par une deuxième couche (9) plus épaisse de métal ou
d'alliage conducteur, et cette deuxième couche (9) étant recouverte d'une troisième couche (14) également plus épaisse d'une alliage soudable, ces
trois couches superposées (8, 9, 14) s'étendant également sur les deux faces latérales opposées du substrat (1) et partiellement sur la face (13) du
substrat opposée à la feuille résistive découpée (3). Utilisation notamment dans les circuits imprimés ou hybrides.
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